2008 年度標準化活動セミナー開催のご案内







（社）電子情報技術産業協会







 半導体実装・製品技術専門委員会







 半導体パッケージ技術小委員会

· 目的

－
JEITA半導体実装・製品技術専門委員会では、皆様に半導体・実装技術分野の標準化活動や技術動向を知っていただく機会として、標準化セミナーを開催いたします。
－　半導体・実装技術分野の全般を把握いただく第二部を中心として、併せて半導体パッケージ標準化活動のご紹介と、標準化・規格策定に関わる皆様へのガイダンスを開催いたします。
－　当委員会のメンバーのみならず、標準化・規格策定に関わる一般の方も対象と致しますので、奮ってご参加ください。
第一部：　標準化・規格策定の流れ、規格作成・作図の手引きとなるガイダンス
第二部：　標準化活動の意義や技術動向を知る、JEITA半導体・実装標準化の活動のご紹介
第三部：　半導体パッケージ標準化活動のご紹介
· 日時：　２００８年８月２６日（火）　１０：３０～１７：００　（受付開始10:00～）
· 場所：　（社）電子情報技術産業協会　５０３～５０５会議室
〒101-0065 千代田区西神田3-2-1　千代田ファーストビル南館5階
TEL 03-5275-7258  FAX 03-5212-8121  E-mail: device2@jeita.or.jp
· 定員：　60名　（定員に達し次第、締め切りとさせていただきます。）
· 参加申込：　参加希望者は、下記申込書でJEITA事務局宛にお申込み下さい。（参加費無料）

· 申込期限：　2008年8月19日(火)までにお申し込みください。
· 詳細：　別紙のとおり
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥　2008年度　標準化活動セミナー申込書　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
mail to : device2@jeita.or.jp
　会社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　住　所　〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　TEL　　　　－　　　　－　　　　
※複数名様でお申込みの場合は、代表の方の住所・電話番号をご記入ください。
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2008年度　標準化活動セミナー
JEITA半導体・実装技術標準化／技術動向活動の全容を知る。
--企業を取り巻く標準化の動きとJEITAの活動--
	第一部：　標準化・規格策定ガイダンス
	１０：３０～１２：００

	　ご挨拶
	

	　標準化の流れ（JEITA、IEC）
	吉田浩芳 委員（IEC/SC47D国内委員会）

	　JEITA基準に基づく、規格類の作成手引き
	佐藤秀樹 部長代理（JEITA電子部品部）

	　GDFに基づく、規格類の作図の手引き
	吉田浩芳 委員（IEC/SC47D国内委員会）

	－　休憩　－
	

	第二部：　JEITA半導体・実装標準化の活動
	１３：００～１５：００

	ご挨拶とJEITA組織紹介
	

	半導体実装・製品技術専門委員会
	樋口泰之 委員長（半導体実装・製品技術）

	標準化戦略検討WG活動
	春日壽夫 顧問（半導体実装・製品技術）

	実装技術標準化委員会活動の紹介
	梅垣淳一 委員長（実装技術標準化）

	半導体パッケージロードマップ活動の紹介
	春田亮 主査（ロードマップ委員会）

	－　休憩　－
	

	第三部：　半導体パッケージ標準化活動紹介
	１５：１５～１７：００

	半導体パッケージ国際標準化活動
	中島副主査（半導体パッケージ）

	半導体パッケージ技術小委員会活動紹介
・委員会全体、各SC等　成果と計画など
	冨田主査（半導体パッケージ）
各サブコミティ主査

	閉会の言葉
	

	懇親会
	１７：３０～　(於　JEITA会議室)


主催：JEITA　半導体実装・製品技術専門委員会
　　　　　　　半導体パッケージ技術小委員会
【事務局】

　（社）電子情報技術産業協会　電子デバイス部／半導体企画グループ（岩渕・矢作）

　　TEL:03-5275-7258 / FAX:03-5212-8121 / E-mail : k-iwabuchi@jeita.or.jp / device2@jeita.or.jp
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